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(54) 기판의 박판화 방법 및 회로소자의 제조방법

(57) 요약

본 발명은, 기판 표면에 서포트 플레이트의 관통구멍 흔적이 전사되지 않고, 또한 기판 표면이 불균일하게 연삭되는 문제

가 발생하지 않는 기판의 박판화 방법 및 회로소자의 제조방법을 제공한다.

기판(W)와 접착제층(2)에 의해 일체화된 서포트 플레이트(1)에 있어서, 시트(6)이 첩착된 면을 흡착 헤드(7) 윗면에 올려

놓고 흡인 고정하여, 이 상태에서 기판(W)의 윗면(회로를 형성하고 있지 않은 면)을 그라인더(8)에 의해 연삭한다.

대표도

도 1

특허청구의 범위

청구항 1.
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다수의 관통구멍을 갖는 서포트 플레이트를 사용한 기판의 박판화 방법으로서,

상기 기판의 회로 형성면에, 상기 서포트 플레이트의 한쪽 면을 첩합시켜 적층체를 형성하는 공정과,

상기 적층체에 있어서, 상기 서포트 플레이트의 다른 쪽 면에 시트를 첩합시키는 공정과,

상기 시트를 매개로 하여 상기 적층체가 고정된 상태에서, 상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정을 갖

는 것을 특징으로 하는 기판의 박판화 방법.

청구항 2.

제1항의 박판화 방법을 사용한 회로소자의 제조방법에 있어서,

상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정에 이어서, 상기 시트를 박리하는 공정과,

상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면에 다이싱 테이프를 첩합시키는 공정과,

용제를 사용하여, 상기 서포트 플레이트와 상기 기판의 회로 형성면의 사이에 개재된 접착제층을 용해시키는 공정과,

상기 기판으로부터 상기 서포트 플레이트를 박리하는 공정을 갖는 것을 특징으로 하는 회로소자의 제조방법.

청구항 3.

제2항의 회로소자의 제조방법에 있어서, 상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정 직후, 상기 회로 형성면

과는 반대쪽 면에 회로를 형성하고, 그 다음에, 상기 시트를 박리하는 공정을 행하는 것을 특징으로 하는 회로소자의 제조

방법.

청구항 4.

제1항의 박판화 방법을 사용한 회로소자의 제조방법에 있어서,

상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정에 이어서, 상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면에 다이싱 테

이프를 첩합시키는 공정과,

상기 시트를 박리하는 공정과,

용제를 사용하여, 상기 서포트 플레이트와 상기 기판의 회로 형성면의 사이에 개재된 접착제층을 용해시키는 공정과,

상기 기판으로부터 상기 서포트 플레이트를 박리하는 공정을 갖는 것을 특징으로 하는 회로소자의 제조방법.

청구항 5.

제4항의 회로소자의 제조방법에 있어서, 상기 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정 직후, 상기 회로 형성면

과는 반대쪽 면에 회로를 형성하고, 그 다음에, 상기 시트를 박리하는 공정을 행하는 것을 특징으로 하는 회로소자의 제조

방법.

명세서
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 반도체 웨이퍼 등의 기판의 박판화 방법과, 이 방법을 사용한 회로소자의 제조방법에 관한 것이다.

IC 카드나 휴대전화의 박형화(薄型化), 소형화, 경량화가 요구되고 있고, 이 요구를 만족시키기 위해서는 삽입되는 반도체

칩에 대해서도 얇은 두께의 반도체칩으로 해야한다. 이 때문에 반도체칩의 토대가 되는 웨이퍼의 두께는 현재상태에서는

125 ㎛~150 ㎛이지만, 차세대 칩용으로는 25 ㎛~50 ㎛의 두께가 요구된다고 말하여지고 있다.

반도체 웨이퍼의 박판화 방법으로서, 특허문헌 1에 개시되는 방법이 제안되어 있다.

이 방법은, 반도체 웨이퍼의 회로소자 형성면에 유리판, 세라믹판 또는 금속판 등의 강성(剛性)이 높은 서포트 플레이트를

첩부(貼付)하여 일체화하고, 일체화된 상태에서 서포트 플레이트를 흡착 헤드 상에 고정하여, 이 상태에서 반도체 웨이퍼

의 이면(裏面)을 그라인더로 연삭(硏削)하여 박판화하도록 하고 있다.

[특허문헌 1] 일본국 특허공개 제2005-150434호 공보

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 특허문헌 1에 개시되는 박판화 방법에 있어서는, 박판화한 후에 다이싱하기 위해, 기판으로부터 서포트 플레이트

를 박리해야 한다. 그러나 기판과 서포트 플레이트는 극간(隙間) 없이 접착제로 접착되어 있기 때문에, 간단하게 박리할 수

없다.

따라서, 본 발명자 등은 먼저, 용제(溶劑)가 흐르는 다수의 관통구멍이 형성된 서포트 플레이트를 제안하였다.

이러한 서포트 플레이트를 사용하여 박판화(연삭)를 행하는 경우는, 도 6에 나타내는 바와 같이, 서포트 플레이트를 반도

체 웨이퍼(W)의 한쪽 면(회로 형성면)에 첩합(貼合)시켜 적층체(積層體)를 형성한 후, 이 적층체에 있어서 서포트 플레이

트측을 흡착 헤드에 올려놓고 고정하여, 이 상태에서 반도체 웨이퍼(W)의 다른 쪽 면(회로 형성면과는 반대 면)을 그라인

더에 의해 연삭한다.

그러나, 이러한 박판화 방법의 경우, 연삭 중에는 상시(常時) 흡인(吸引)(진공흡착)되기 때문에, 진공흡착시의 음압(陰壓)

에 의해 관통구멍 내가 감압되고, 이만큼 접착제층을 매개로 하여 박판화한 반도체 웨이퍼(W)의 회로소자 형성면에 관통

구멍의 모양이 전사(轉寫)되어 버리는 경우가 있다.

또한, 반도체 웨이퍼(W)의 다른 쪽 면을 그라인더에 의해 연삭할 때, 진공흡착의 음압에 의해 반도체 웨이퍼(W)가 서포트

플레이트 및 접착제층을 매개로 하여 흡착 헤드측으로 당겨져 버리는 경우도 있다.

이 경우, 그라인더로부터 웨이퍼(W)가 이간(離間)되기 때문에, 웨이퍼(W)의 표면(다른 쪽 면)이 불균일하게 연삭되거나

표면 조도(粗度)가 악화된다는 문제가 발생하는 경우도 있다. 이것은, 예를 들면 웨이퍼(W)의 다른 쪽 면에 회로소자를 형

성하는 경우에 형성되는 회로소자의 특성에 크게 영향을 미치는 것으로 이어진다.

전술한 점에 비추어, 본 발명은, 관통구멍 흔적이 기판으로 전사되는 것을 저감시킬 수 있는 것과 동시에, 기판의 표면이

불균일하게 연삭되는 등의 문제가 발생하는 것을 저감시킬 수 있는 기판의 박판화 방법 및 회로소자의 제조방법을 제공하

는 것이다.

발명의 구성
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본 발명의 박판화 방법은, 다수의 관통구멍을 갖는 서포트 플레이트를 사용한 기판의 박판화 방법으로서, 기판의 회로 형

성면에, 서포트 플레이트의 한쪽 면을 첩합시켜 적층체를 형성하는 공정과, 적층체에 있어서 서포트 플레이트의 다른 쪽

면에 시트를 첩합시키는 공정과, 시트를 매개로 하여 적층체가 고정된 상태에서, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연

삭하는 공정을 갖는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 기판의 박판화 방법에 의하면, 기판의 회로 형성면에, 서포트 플레이트의 한쪽 면을 첩합시켜 적층체를 형성하

는 공정과, 적층체에 있어서 서포트 플레이트의 다른 쪽 면에 시트를 첩합시키는 공정과, 시트를 매개로 하여 상기 적층체

가 고정된 상태에서, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정을 갖기 때문에, 시트를 매개로 하여 상기 적층체

가, 예를 들면 흡착 헤드에 의해 진공흡착으로 고정된 상태에서, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정시, 이

공정 보다 이전에 서포트 플레이트의 다른 쪽 면에 접착된 시트에 의해, 진공흡착시의 음압을 차단하여 관통구멍 내가 감

압되는 것을 억제할 수 있다. 이에 따라, 기판의 회로소자 형성면에 관통구멍의 모양이 전사되는 것을 저감시킬 수 있다.

또한, 시트에 의해 진공흡착시의 음압을 차단하여 기판이, 예를 들면 흡착 헤드측으로 당겨지는 것을 방지할 수 있기 때문

에, 기판의 표면이 불균일하게 연삭되는 문제 등이 발생하는 것을 저감시킬 수 있다.

본 발명의 회로소자의 제조방법은, 상기 기판의 박판화 방법을 사용한 회로소자의 제조방법으로서, 기판의 회로 형성면과

는 반대쪽 면을 연삭하는 공정에 이어서, 시트를 박리하는 공정과, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면에 다이싱 테이프를

첩합시키는 공정과, 용제를 사용하여, 서포트 플레이트와 기판의 회로 형성면의 사이에 개재된 접착제층을 용해시키는 공

정과, 기판으로부터 서포트 플레이트를 박리하는 공정을 갖도록 한다.

전술한 본 발명의 회로소자의 제조방법에 의하면, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정에 이어서, 시트를

박리하는 공정과, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면에 다이싱 테이프를 첩합시키는 공정과, 용제를 사용하여, 서포트 플

레이트와 기판의 회로 형성면의 사이에 개재된 접착제층을 용해시키는 공정과, 기판으로부터 서포트 플레이트를 박리하는

공정을 갖기 때문에, 예를 들면 그 다음, 기판을 소자마다 절단하는 공정을 행한 경우는, 전술한 작용에 추가로, 특성에 영

향을 미치지 않는 회로소자를 얻는 것이 가능해진다.

또한, 본 발명의 회로소자의 제조방법은, 상기 기판의 박판화 방법을 사용한 회로소자의 제조방법으로서, 기판의 회로 형

성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정에 이어서, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면에 다이싱 테이프를 첩합시키는 공정과,

시트를 박리하는 공정과, 용제를 사용하여, 서포트 플레이트와 기판의 회로 형성면의 사이에 개재된 접착제층을 용해시키

는 공정과, 기판으로부터 서포트 플레이트를 박리하는 공정을 갖도록 한다.

전술한 본 발명의 회로소자의 제조방법에 의하면, 기판의 회로 형성면과는 반대쪽 면을 연삭하는 공정에 이어서, 기판의

회로 형성면과는 반대쪽 면에 다이싱 테이프를 첩합시키는 공정과, 시트를 박리하는 공정과, 용제를 사용하여, 서포트 플

레이트와 기판의 회로 형성면의 사이에 개재된 접착제층을 용해시키는 공정과, 기판으로부터 서포트 플레이트를 박리하는

공정을 갖기 때문에, 예를 들면 그 다음, 기판을 소자마다 절단하는 공정을 행한 경우는, 전술한 작용에 추가로, 특성에 영

향을 미치지 않는 회로소자를 얻는 것이 가능해진다.

이하에 본 발명의 실시형태를 첨부 도면을 토대로 설명한다.

도 1은 본 발명의 웨이퍼 박판화 방법의 하나의 실시형태를 나타내는 개략 단면도이다.

또한, 도 2는 서포트 플레이트의 사시도이고, 도 3은 서포트 플레이트의 단면도이다.

또한, 도 1에 있어서는, 서포트 플레이트의 다른 쪽 면에 이미 시트가 첩부되어 있는 상태를 나타내고 있다.

도 1에 있어서, 1은 유리판, 세라믹판 또는 금속판 등으로 되는 서포트 플레이트로서, 이 서포트 플레이트(1)의 한쪽 면과

반도체 웨이퍼(W)의 회로 형성면이 접착제층(2)에 의해 첩합되어 있다.

서포트 플레이트(1)에 있어서는, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 용제가 흐르는 관통구멍(3)이 두께방향으로 다수 형

성되어 있다. 또한, 서포트 플레이트(1)의 바깥주위부(外周部)(가장자리 주위부(緣周部))는 관통구멍(3)이 형성되어 있지

않은 평탄부(4)로 되어 있다.

관통구멍(3)의 형성수나 형성위치 등은 한정되지 않고 여러 가지의 태양을 생각할 수 있다.
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용제(약액(藥液))로서는, 예를 들면 알코올계 또는 알칼리계의 것을 사용할 수 있다.

또한, 도 1~도 3에 나타내는 서포트 플레이트(1)로서는, 바깥주위부는 관통구멍(3)이 형성되어 있지 않은 평탄부(4)로 된

것을 사용하였지만, 이것 이외에도, 바깥주위부까지의 거의 전역에 걸쳐 관통구멍(3)이 형성된 것을 사용하는 것도 생각할

수 있다.

서포트 플레이트(1)의 다른 쪽 면에 첩부된 시트(6)으로서는, 실제로 박판화될 때에 발생하는 열에 대한 내성, 또한 사용되

는 용제에 대한 내성 등의 특징을 갖는 것이 적합하다. 또한 이들의 특징에 서포트 플레이트(1)에 대한 적당한 점착성과 박

리성 등의 특징을 갖고 있다면 더욱 적합하다.

이러한 특징을 갖는 시트(6)으로서, 본 실시형태에서는 예를 들면 수지 시트(예를 들면 폴리이미드 등)를 사용하고 있다.

이어서, 이러한 구성의 서포트 플레이트(1)을 사용한 기판의 박판화 방법의 하나의 실시형태를 설명한다.

먼저, 반도체 웨이퍼(W)의 회로 형성면에, 접착제층(2)를 매개로 하여 서포트 플레이트(1)의 한쪽 면을 첩합시켜 적층체를

형성한다.

이어서, 적층체에 있어서, 서포트 플레이트(1)의 다른 쪽 면에 시트(6)을 첩합시킨다.

이어서, 서포트 플레이트(1)의 시트(6)이 첩착된 면을 흡착 헤드(7)의 윗면에 올려놓고 흡인 고정하여, 이 상태에서 반도체

웨이퍼(W)의 회로가 형성되어 있지 않은 면을 그라인더(8)에 의해 연삭한다. 이와 같이 하여 반도체 웨이퍼(W)의 박판화

가 행하여진다.

본 실시형태에 있어서는, 흡착 헤드(7)과 서포트 플레이트(1)의 사이에 시트(6)이 첩부되어 있기 때문에, 연삭 중에 상시

흡인되고 있어도, 이 시트(6)에 의해 음압을 차단할 수 있고, 흡착 헤드(7)에 의한 감압이 관통구멍(3) 내에 미치지 않도록

할 수 있다. 이 때문에, 박판화된 반도체 웨이퍼(W)에 관통구멍(3)의 모양이 전사되는 것을 저감시킬 수 있다.

또한, 시트(6)에 의해 이 음압을 차단 또는 완화시킬 수 있기 때문에, 반도체 웨이퍼(W)가 당겨지는 것을 억제하고, 연삭

불균일 등의 발생을 억제할 수 있다.

또한, 처리액(예를 들면 물)이 공급되면서 연삭이 행하여지지만, 시트(6)에 의해 예를 들면 흡착 헤드(7)과 서포트 플레이

트(1)의 사이로부터 관통구멍(3)에 물이 들어가는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 반도체 웨이퍼(W)로부터 서포트 플레

이트(1)이 박리되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 재차 서포트 플레이트(1)을 이용할 때에 서포트 플레이트(1)의 건조에 필

요한 시간을 대폭으로 단축할 수 있다.

또한, 시트(6)에 의해 연삭 부스러기가 관통구멍(3)에 들어가는 것을 방지하는 것도 가능하다.

또한, 시트(6)이 내약품성이 우수하기 때문에, 서포트 플레이트(1)의 손상을 방지하는 것도 가능하다.

이어서, 이러한 반도체 웨이퍼(W)의 박막화(薄膜化) 후에 행하여지는, 서포트 플레이트(1)의 박리공정을 설명한다.

먼저, 도 4에 나타내는 바와 같이, 흡착 헤드로부터 박판화된 반도체 웨이퍼(W)와 서포트 플레이트(1)이 첩합된 적층체를

떼어내고, 반도체 웨이퍼(W)의 회로가 형성되어 있지 않은 면(즉 회로 형성면과는 반대쪽 면)을 다이싱 테이프(9)에 첩부

한다.

이어서, 서포트 플레이트(1)로부터 시트(6)을 박리하고, 플레이트(용제 공급 플레이트)(10)을 서포트 플레이트(1)의 다른

쪽 면에 밀어붙인다.

이러한 상태에 있어서, 도 4에 나타내는 바와 같이, 플레이트(10)의 용제 공급구멍(11)을 매개로 하여 용제를 공급하면, 용

제는 서포트 플레이트(1)의 다수의 관통구멍(3)을 통하여 접착제층(2)에 고루 미쳐 접착제층(2)를 용해한다.

그리고, 접착제층(2)를 용해한 용제는 플레이트(10)의 용제 배출구멍(12)를 매개로 하여 외부로 배출(회수)된다.
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그 다음, 서포트 플레이트(1)을 반도체 웨이퍼(W)로부터 박리하기 위해서는, 서포트 플레이트(1)을, 예를 들면 클램프

(clamp)형상의 암(arm)에 의해 끼워넣고 끌어올린다.

이에 따라, 반도체 웨이퍼(W)는 다이싱 테이프(9)에 남고, 서포트 플레이트(1) 만이 박리된다.

그리고, 다이싱 테이프(9) 상의 반도체 웨이퍼(W)를 스트리트를 따라 커터(cutter)로 절단하여 각각의 회로소자를 얻는다.

또한, 반도체 웨이퍼(W)의 양면에 회로(관통전극도 포함한다)를 형성하는 경우는, 반도체 웨이퍼(W)를 박판화한 후에 반

도체 웨이퍼(W)와 서포트 플레이트(1)이 일체화되어 있는 상태에서, 반도체 웨이퍼(W)의 다른 쪽 면(연삭면)에 새로운 회

로를 형성한다.

이 경우, 본 실시형태에서는, 전술한 바와 같이 연삭시에 반도체 웨이퍼(W)의 다른 쪽 면에 연삭 불균일이 발생하는 것을

저감시킬 수 있기 때문에, 특성에 영향을 미치지 않는 회로소자를 형성할 수 있다.

전술한 실시형태에서는, 시트(6)으로서 수지 시트(폴리이미드)를 사용한 경우를 설명하였지만, UV 조사나 가열 등, 외부

로부터의 원격적인 수단에 의해 점착력이 저하되는 소위 반응쪽 테이프나, BG 테이프나 다이싱 테이프 등의 첩부, 박리 가

능한 감압형 테이프를 사용하는 것도 가능하다.

또한, 전술한 실시형태에서는, 시트(6)을 첩부한 경우를 들어 설명하였지만, 시트(6)의 대신에 예를 들면 보호막을 형성하

는 것도 가능하다. 이 경우, 서포트 플레이트(1)의 다른 쪽 면에, 예를 들면 수용성 수지액이나 가용제 수지 등의 보호막을

형성한다.

이 경우에 있어서도, 시트(6)을 첩부한 경우와 동일한 작용을 얻을 수 있다.

또한, 전술한 본 실시형태에서는, 반도체 웨이퍼(W)의 회로가 형성되어 있지 않은 면(즉 회로 형성면과는 반대쪽 면)을 그

라인더(8)에 의해 연삭한 후, 이 면에 다이싱 테이프(9)를 첩합시키고, 시트(6)을 박리하는 경우를 들어 설명하였다.

그러나, 반도체 웨이퍼(W)의 회로가 형성되어 있지 않은 면을 (8)로 연삭한 후, 시트(6)을 박리하고, 반도체 웨이퍼(W)의

회로가 형성되어 있지 않은 면에 다이싱 테이프(9)를 첩합시키도록 하는 것도 가능하다.

즉, 다이싱 테이프(9)를 첩합시킨 후에 시트(6)을 박리하거나, 시트(6)을 박리한 후에 다이싱 테이프(9)를 첩합시키도록

하거나의 차이이다.

이 경우에 있어서도, 전술한 실시형태와 동일한 작용을 얻을 수 있다.

도 5는 반도체 웨이퍼(W)의 연삭면의 평면도를 시트(6)을 첩착한 경우와 첩착하지 않은 경우에 대해서 측정한 그래프이

다.

또한, 이 그래프는, 서포트 플레이트의 각 관통구멍(3) 직경마다 행한 경우를 나타내고 있다.

또한, 테이프가 있는 경우는 부호 X, 테이프가 없는 경우는 부호 Y로 나타내고 있다.

도 5로부터, 시트(6)을 첩착한 경우는, 시트(6)을 첩착하지 않는 경우와 비교하여 관통구멍(3)의 모양이 반도체 웨이퍼에

전사되는 것을 저감시킬 수 있어, 요철이 적어져 있는 것을 알 수 있다.

또한, 본 발명은, 전술한 실시형태에 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위에서 그 밖의 여러 가지

의 구성을 취할 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 기판에 관통구멍의 모양이 전사되는 것을 저감시킬 수 있는 것과 동시에, 기판이 불균일하게 연삭되는

문제의 저감이나 표면 조도의 악화를 억제할 수 있는 기판의 박판화 방법 및 회로소자의 형성방법을 제공하는 것이 가능해

진다.
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따라서, 양호한 특성을 가지는 회로소자를 제조하는 것을 실현할 수 있는 것과 동시에, 제조과정에 있어서의 신뢰성의 향

상을 도모할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 웨이퍼의 박판화 방법의 하나의 실시형태의 단면도이다.

도 2는 서포트 플레이트의 사시도(斜視圖)이다.

도 3은 서포트 플레이트의 단면도이다.

도 4는 접착제를 용해하고 있는 상태의 단면도이다.

도 5는 기판의 연삭면의 평면도를 시트를 첩착(貼着)한 경우와 첩착하지 않은 경우에 대해서 측정한 그래프이다.

도 6은 개선 전의 과제를 설명하는 도면이다.

[부호의 설명]

1…서포트 플레이트, 2…접착제층, 3…관통구멍(貫通孔), 4…평탄부(平坦部), 6…시트, 7…흡착(吸着) 헤드, 8…그라인더

(grinder), 9…다이싱 테이프, 10…플레이트, 11…용제 공급구멍, 12…용제 배출구멍, 13…진공구멍, 14…오목부

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4

도면5

도면6
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